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Agenda

Neue Fertigungs- und Montagetechnologien — Herausforderungen fir den
Anlagenbau

MID-Technologie — eine Revolution in der Gestaltung elektronischer und
mechatronischer Baugruppen?

Vollautomatische Montage von Motorrad-Kombischaltern — Praxisreport

Flexibles Anlagenkonzept fir neue Generation von MID-Produkten
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Automatisierungslosungen

> Branchen > Produkte

Montagelinien und Prifsysteme fur

« Sensoren

Steckverbinder und Kontaktsysteme

MID-Produkte
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PV-Wafer, Zellen, Module

> Automatisiert gefertigte
Kundenteile
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Umsatz und Mitarbeiter

Exportanteil

@ Ziel “
L L L

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Jahr

- Umsatz 2010: 12,5 Mio €
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Neue Fertigungs- und Montagetechnologien

XENON - zuverlassiger Partner fur innovative Losungen

2004 — Piezo-Pumpe-Diise
Injektorenfertigungslinie

L
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2005 - 3D-Vermessung 2008 — Produktionsanlage fiir Drucksensoren 2010 — Bestiickungsmodul
von Flip-Chip Létbumps far flexible Solarzellen
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MID-Technologie

MID — Moulded Interconnect Devices

6

Kombination elektrisch/elektronischer, mechanischer, fluidischer und optischer
Funktionen

Das Kunststoffgehause wird zur Leiterplatte

Weitere Miniaturisierung und wachsende Funktionsdichte in mechatronischen
Systemen
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Vollautomatische Motorrad-Kombischaltermontage

3D Dispensen Loten /

Lotpaste 3D AOI

3D Endkontrolle

Bestiickung Kontaktstifte 3D
Bestlickung ﬁ

SMD
Komponenten ™
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Vollautomatische Motorrad-Kombischaltermontage

Teiletransport durch Integration von
lineares Werksticktrager halbautomatischen
Transfersystem Montagezellen

Modulares, skalierbares
Anlagenkonzept

6 verschiedene Produkte / : EEY
50 Varianten Tl INNOVATIONSPREIS

< | DES FREISTAATES

SACHSEN ®

6-Achs-Industrieroboter
kontrolliert durch

Software basiertes Produktdatenerfassung mit

Umristen durch Leitrechner

Nachverfolgung von
Bildverarbeitungssysteme Einzelteilen (DMX-Code)
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3D-Module fur automatisierte Produktion

> MID-Prozess > Modulbeschreibung > Technische Daten

3D-Qualitatscheck von MID-
Teilen

Bestiickung von Kontaktstiften
(integrierter Steckverbinder)

3D-Dispensen von Lotpaste

3D-Bestlickung von SMD-
Komponenten

9 3. November 2011

Standard: elektrischer Test

Optional:
Bildverarbeitungssystem

Komplette 3D-Verfligbarkeit

Kurvengesteuerter
Hochgeschwindigkeits-
XENON-Besttickungskopf

Vielfaltige
Dispenstechnologien (z. B.
Jet-Dosierung, Zeit/Druck,
Volumen)

Komplette 3D-Verfugbarkeit

LEDS, Dioden, Widerstande,
Kondensatoren, Schalter

» Komplette 3D-Verflgbarkeit

* Messung des mOhm-
Widerstands der Leiterbahn

» Flexible Besttckung von = 2
Kontakten/Sekunde

 Positionierung der Lotpaste
kontrolliert durch
Bildverarbeitungssystem

- Kalibrierung X-Y-Z-Nadel-
Offset

» Positionierung Uberwacht durch
Bildverarbeitungssystem

» Genauigkeit < 0,1 mm
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3D-Module fur automatisierte Produktion

> MID-Prozess > Modulbeschreibung > Technische Daten

Léten » Spezialausrustung fur MID * Anwenderkompetenz

3D AOI von geldteten MID-Teilen » Optisches Prufsystem mit » Kontrolle von Anwesenheit, Position
Vielachskameras und Létqualitat

Endmontage « Komplettes Sortiment mit

kundenoptimierten L6ésungen von
XENON verfligbar

« Kabelmontage
 Schutzlackauftrag

+ Verkapselung

3D-Endfunktionstest » Komplettes Sortiment mit » z. B. hochauflésendes optisches,
kundenoptimierten 3D-Lésungen mechanisches and und elektrisches
von XENON verfligbar Uberwachungssystem

Endverpacken » Automatisches Verpacken in Trays, | ¢ Standardisiertes XENON-Modul

Blister oder Tubes
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Flexibles Anlagenkonzept MID-Montage

Basismodul aufrustbar fur:
Dispensprozesse
SMD-Bestickprozesse
Flip-Chip und Bondprozesse
Sonderbestickungen
Inspektionen

Funktions- und
Geometrieprifungen

Verkapslungsprozesse

Montageprozesse
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Technische Daten:

maximale SchaltungstragergréBe:

Transportsystem:

Systemwiederholgenauigkeit:
PadgrdéBen:
Dispensvolumenbereich:
Dispensrate:

Bauteilspektrum:

Messtechnik:

Messgenauigkeit:

Flexibles Anlagenkonzept MID-Montage

100 x 100 x 100 mm, volle 3D-Funktionalitat bis ca. 270°

werkstuckiragergebundenes Transferprinzip mit integriertem
Bauteilpositioniermodul

+ 0,01 mm

ab 0,5 mmx0,9 mm

ca. 0,06 mm3 bis 1,2 mm3

80 ... 100 Punkte/min

SMD-Bauteile

- gekapselte und ungekapselte Aktivbauelemente

- Sonderbauelemente, Leistungs-LED, Schalter, Taster
- Kontaktpins

optisches 3D-Messsystem incl. Abstandsmessung
lateral +2,5 um

vertikal £10um
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XEnon MID-Modulkonzeption

Einzelmodul als Laborlésung oder zum Prototypenbau
z.B. for:

- Dispensen oder

- Bestlicken
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MID-Modulkonzeption

Einzelmodul als Laborlésung oder zum Prototypenbau
z.B. far:
- Dispensen und Bestlicken
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MID-Modulkonzeption

Ein-Ausgabe Dispensen, Bestiicken
von Hand + Inspektion

Teilautomatisierter Einzelmodul fur Kleinstlickzahlen
z.B. fir:

- Dispensen, Bestlicken und Inspektion
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MID-Modulkonzeption

Ein-Ausgabe Dispensen Bestlicken
von Hand + Inspektion + Inspektion

Teilautomatisierte Kleinlinie fir Kleinstlickzahlen
z.B. fir:

- Dispensen, Bestlcken und Inspektion
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MID-Modulkonzeption

Ein-Ausgabe Dispensen Bestiicken
Tray o.a. + Inspektion + Inspektion

Automatisierte Kleinlinie flr mittlere Stiickzahlen
z.B. fir:

- Dispensen, Bestlicken, Inspektion, Ein-Ausgabe Trays
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MID-Modulkonzeption

Ein/Ausgabe Dispensen Bestiicken Létlogistik In-line Léteinheit (Batchprozess) Létlogistik
Trays 0.a. + Inspektion  + Inspektion Fremdprodukt

nach Kundenvorgabe

Automatisierte Komplettlinie fir gréBere Stiickzahlen
z.B. far:

- Dispensen, Bestlcken, Inspektion, Léten, Ein-Ausgabe Trays
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XENnON MID-Modulkonzeption

In-line Léteinheit (Batchprozess)  Létlogistik ~ Bonden Inspektion/ Endmontagen
+ Inspektion Fremdprodukt Prifungen 0. a.
nach Kundenvorgabe

Ein-Ausgabe Sonder- Dispensen  Chip/ Bestlicken Lotlogistik
Trays 0.4. bestiickung/ + Inspektion Flip-Chip
Montagen

komplexe, vollautomatische Bestilickungs- und Montagelinie fiir GroBstlickzahlen

z.B. fir:
- Dispensen, Bestiicken, Flip-Chip, Inspektionen, Léten, Bonden, Sonderbestiickungen, Montagen,

Funktionsprufungen, Ein-Ausgabe Trays u. a. m.
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Ausblick

Durchbruch der MID-Technologie:

 Automotive

 Telekommunikation > 3D MID
* Medizintechnik

Neue Anwendungsfelder durch optimierte Prozesstechnologien und Materialien
Weiterentwickelte Fertigungsanlagentechnik

Hohere Rentabilitat durch Skalierungseffekie
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